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HANDHABUNGSVORRICHTUNG SOWIE HANDHABUNGSVERFAHREN FUR WAFER

Die Erfindung betrifft eine Handhabungsvorrichtung
sowie ein Handhabungsverfahren fir Wafer,
insbesondere fir Wafer mit einer Dicke von weniger
als 100 pm. ErfindungsgemaB ist vorgesehen, dass
eine Haftmembran mindestens einen durch
Zuflhren  oder  Abflhren  von  Druckmittel
volumenveranderlichen  Arbeitsraum begrenzend
angeordnet ist, und dass die GroBe der
Kontaktflache zwischen der Haftmembran und dem
Wafer durch Veranderung des Arbeitsraumvolumens
einstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Handhabungsvorrichtung sowie ein Handhabungsverfahren
fir Wafer gemaB den Oberbegriffen der Anspriiche 1 und 10.

[0002] In der Halbleitertechnik ist es notwendig, Wafer oder Teile von Wafern in verschiedenen
Stadien der Fertigung zu transportieren und in diversen Bearbeitungsgeraten abzulegen. Hierzu
werden die Wafer an einer Handhabungsvorrichtung fixiert, die diese Transportaufgabe Uber-
nimmt. Zur Fixierung der Wafer gibt es verschiedenste Mdglichkeiten. Die am weitesten verbrei-
tete Methode besteht darin, den Wafer auf einer Platte mit Vakuumrillen abzulegen und durch
Einschalten eines Vakuums an dieser zu fixieren. Weiterhin ist es bekannt, den Wafer am Rand
zu klemmen, wobei es hierbei zu einer Beschadigung des Wafers kommen kann. Daneben ist
es bekannt, den Wafer an einer Klebefolie zu fixieren, wie sie hauptséchlich bei Sagevorgéngen
des Wafers Anwendung findet. Wieder andere Verfahren fixieren einen Wafer durch Kleben auf
eine Halterung, wobei diese Klebeverbindungen durch verschiedene Einwirkungen, wie bei-
spielsweise durch UV-Licht oder Temperatureinflisse, entweder permanent haltend oder in
anderen Fallen die Klebeeigenschaft verlierend ausgebildet sind.

[0003] Samtliche genannten Fixierungsmethoden sind nur bedingt oder Uberhaupt nicht fir die
Fixierung von extrem dinnen Wafern geeignet. Standardwafer haben eine Dicke von etwa 300
bis etwa 800 um. Es besteht jedoch ein Bedarf, Wafer mit einer Dicke von etwa 2 bis etwa
80 pm zu fixieren und ohne Beschadigung zwischen verschiedenen Bearbeitungsstationen hin
und her transportieren zu kénnen. Derartige, extrem dinne Wafer sind nicht wie die Standard-
wafer eben, sondern aufgrund ihrer geringen Dicke und der vorangegangenen Bearbeitungs-
schritte durch Verspannungseinbringung stark gewdlbt. Abgesehen von den genannten Prob-
lemen, derartig diinne Wafer zu fixieren um diese zu transportieren und/oder zu verebnen sind
die extrem diinnen Wafer durch ihre kristalline Struktur zusatzlich noch sehr stark bruchgefahr-
det.

[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine dullerst schonend arbeitende
Handhabungsvorrichtung sowie ein entsprechendes Handhabungsverfahren fir Wafer vorzu-
schlagen, das sich insbesondere zum Transport von Wafern mit einer Dicke von weniger als
100 pm eignet.

[0005] Diese Aufgabe wird vorrichtungsgemafl mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ver-
fahrensgemaf mit den Merkmalen des Anspruchs 10 geldst.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen angegeben.

[0007] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, die Handhabungsvorrichtung derart auszu-
bilden, dass wahrend der Aufnahme und/oder wahrend der Ablage des Wafers ein kleinstmogli-
cher Krafteintrag in den Wafer erfolgt. Bei der Aufnahme eines Wafers auf die Handhabungs-
vorrichtung bzw. bei der Abgabe des Wafers von der Handhabungsvorrichtung wird gemaf der
Erfindung aulerst feinflhlig vorgegangen, wodurch die Gefahr einer Zerstérung des extrem
diinnen Wafers vermindert wird. Erfindungsgemal ist eine Haftmembran vorgesehen, die Teil
eines volumenveranderlichen Arbeitsraumes ist. Durch Erhéhung des Drucks im Arbeitsraum,
also durch das Zufiihren eines Druckmittels in den Arbeitsraum durch mindestens einen Zufuhr-
kanal kann die Kontaktflache je nach Ausgestaltung des Arbeitsraumes vergroert oder verklei-
nert werden, wodurch sich die GrolRe der Kontaktflache zwischen der haftenden AulRenseite der
Haftmembran und dem Wafer &ndert. Durch eine geschickte Steuerung der Druckmittelzufuhr
bzw. -abfuhr kann Einfluss auf den Aufnahme- bzw. Abldsevorgang des Wafers von der Haft-
membran genommen werden. Aufgrund des Vorsehens eines volumenveranderlichen, die
Haftmembran umfassenden Arbeitsraums, konnen die von der Haftmembran auf den Wafer
ausgetlibten Krafte minimiert und der Kraftverlauf so gestaltet werden, dass keine einseitige
Krafteinbringung entlang der Kristallstruktur des Wafers erfolgt, was zu einem Bruch des Wafers
oder des Waferteils fiihren wiirde. Insbesondere kann der Krafteintrag langsam erhéht werden
und erfolgt nicht wie bei bekannten Vorrichtungen abrupt. Nach Aufnahme des Wafers an die
Handhabungsvorrichtung kann der Wafer samt der Handhabungsvorrichtung transportiert wer-
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den. Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass mit der erfindungsge-
mafen Handhabungsvorrichtung bzw. dem erfindungsgeméfien Handhabungsverfahren nicht
nur eine schonende Fixierung bzw. Abldsung des Wafers gewahrleistet wird, sondern dass
gleichzeitig, insbesondere durch eine langsame VergréRerung der Kontaktflache zwischen
Wafer und Haftmembran eine Planarisierung (Verebnung) des extrem dinnen Wafers erreicht
werden kann, da sich die Haftmembran langsam und damit schonend, ausgehend von mindes-
tens einer kleinen Erstkontaktflache (iber die, insbesondere gesamte, Waferoberflache ausbrei-
tet. Die erfindungsgeméfe Vorrichtung und das erfindungsgemaRe Verfahren eignen sich nicht
nur zur Halterung und zum Transport der beschriebenen extrem diinnen Wafern, sondern auch
zur Halterung und zum Transport von Standardwafern oder Teilen davon, inshesondere mit
einer Dicke von etwa 300 bis 800 ym. Unter Membran bzw. Haftmembran im Sinne der Erfin-
dung wird ein flexibles, flachiges Element mit Haft oder Klebewirkung bzw. mit einer Haft- oder
Klebeschicht zur Fixierung des Wafers verstanden. Bevorzugt ist die Haftmembran druckmitte-
lundurchlassig.

[0008] In Ausgestaltung der Erfindung ist mit Vorteil vorgesehen, dass als Haftmembran eine
an sich bekannte Gelfolie Anwendung findet. Gelfolien weisen eine Gelschicht auf, die einer-
seits zur Halterung des Wafers und andererseits zum Ausgleich von Unebenheiten auf der
Waferoberflache dient.

[0009] Gemald einer zweckmaRigen Ausgestaltung der Erfindung ist die Haftmembran an einem
Aufnahmekdrper fixiert. Der Aufnahmekdrper ist Teil der Handhabungsvorrichtung und bildet in
Weiterbildung der Erfindung zusammen mit der Haftmembran die Wand bzw. Begrenzung des
Arbeitsraumes. Dabei ist der Aufnahmekérper in der Regel starr auszubilden, so dass sich bei
Beaufschlagen des Arbeitsraums mit Druckmittel der Arbeitsraum lediglich im Bereich der Haft-
membran ausdehnt. Bevorzugt ist der Arbeitsraum druckmitteldicht ausgebildet, was dadurch
erreicht wird, dass die Haftmembran entsprechend dicht mit dem Aufnahmekérper verbunden
ist.

[0010] Um ein zentrales Einbringen der Abldse- und Aufnahmekréfte auf den Wafer zu ermégli-
chen, ist in Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass sich die Haftmembran bei Druckmit-
telbeaufschlagung ballonartig ausdehnt. Bei diesem Ausdehnvorgang verkleinert sich je nach
Ausbildung des Aufnahmekdrpers die Kontaktflache. Zum Abldsen eines fixierten Wafers wird
beispielsweise das Volumen des Arbeitsraums vergréiert, wodurch sich die Kontaktflache und
damit die Adhé&sionskréfte zwischen Wafer und Haftmembran verringern. Wéhrend des Fixier-
vorgangs wird umgekehrt das Volumen des Arbeitsraums verkleinert und damit die Kontaktfla-
che vergrofert, wodurch sich auch die Adhasionskrafte vergroiern. Eine ballonartige Verande-
rung des Arbeitsraums bei Druckmittelbeaufschlagung kann geman einer bevorzugten Ausfih-
rungsform dadurch erreicht werden, dass die Haftmembran eine gerundete, insbesondere eine
kreisrunde Umfangskontur aufweist.

[0011] Zur Ausformung der Anlageflaiche des Aufnahmekorpers, an der die Haftmembran,
inshesondere bei minimalem Arbeitsraumvolumen anliegt, hestehen mehrere Mdglichkeiten. So
ist es moglich, die Anlageflache eben auszubilden. Daneben kann eine strukturierte, insbeson-
dere wellen- oder matrixformige Ausbildung von Vorteil sein, um hierdurch eine gleichférmige
und leichte Ablésung des Wafers zu erméglichen. Durch eine strukturierte Anlageflache kann
eine VergleichmaRigung des Anpressdrucks auf den Wafer, insbesondere beim Anpressen an
eine Gegenflache zur Anlageflache erreicht werden.

[0012] Gemal einer zweckmaRigen Fortbildung der Erfindung ist in mindestens einem Arbeits-
raum ein por8ses Material angeordnet, wobei die Anlageflache fur den Wafer von dem pordsen
Material gebildet ist. Durch das porose Material kann Uber die Haftmembran ein Anpressdruck
auf den Wafer ausgeubt werden, wenn dieser an einer entsprechenden Gegenflache anliegt.
Die portse Struktur des Materials ermgglicht ein Vordringen des Druckmittels bis zu der auf
dem pordsen Material angeordneten Haftmembran.

[0013] Damit der Fixiervorgang bzw. der Abldsevorgang an unterschiedlichen Stellen des Wa-
fers zeitlich abgestuft, d.h. mit in einer zeitlichen Abfolge erfolgen kann, ist in Ausgestaltung der
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Erfindung vorgesehen, dass die Haftmembran mehrere Arbeitsrdume begrenzt, wobei die Ar-
beitsraume unabhangig voneinander mit Druckmittel versorgbar sind. Hierdurch ist es méglich,
in einigen Bereichen die Kontaktflache schneller wachsen oder schrumpfen zu lassen als in
anderen Bereichen der Waferoberflache. Die Beriihrung muss nicht mehr zentral beginnen,
sondern kann beispielsweise von einem Randpunkt aus starten.

[0014] Bevorzugt sind in den verschiedenen Arbeitsrdumen unterschiedlich ausgestaltete pord-
se Materialien vorgesehen, wodurch eine leichte und kontrollierte Deformierung des dinnen
Wafers bei einer Ablage desselben erfolgen kann.

[0015] Weitere Vorteile und zweckmaBige Ausfiihrungen der Erfindung sind in den weiteren
Ansprichen, den Figuren, der Beschreibung und den Zeichnungen wiedergegeben.

[0016] Es zeigen:

[0017] Fig. 1a eine Handhabungsvorrichtung mit Haftmembran, wobei das Volumen des Ar-
beitsraums durch Anlegen eines Vakuums minimal ist,

[0018] Fig. 1b die Handhabungsvorrichtung gemal Fig. 1a mit mit Druckmittel beaufschlagtem
Arbeitsraum,

[0019] Fig. 2a ein weiteres Ausflihrungsbeispiel einer Handhabungsvorrichtung, wobei die
Kontaktflache zwischen Haftmembran und Wafer maximal ist,

[0020] Fig. 2b die Handhabungsvorrichtung gemafs Fig. 2a, wobei das Volumen des Arbeits-
raums durch Anlegen eines Vakuums sowie die Kontakitflache zwischen Haft-
membran und Wafer minimal ist,

[0021] Fig. 3a ein drittes Ausflihrungsbeispiel einer Handhabungsvorrichtung, wobei eine
Anlageflache eines Aufnahmekérpers wellenférmig strukturiert ist und die Kon-
taktflache zwischen Haftmembran und Wafer maximal ist,

[0022] Fig. 3b die Handhabungsvorrichtung gemaf Fig. 3a bei an den Arbeitsraum angelegtem
Vakuum und dadurch resultierender minimaler Kontaktfliche,

[0023] Fig. 4 ein viertes Ausflhrungsbeispiel einer Handhabungsvorrichtung, bei dem der
einzige Arbeitsraum mit porésem Material gefiillt ist,

[0024] Fig. 5 ein fiinftes AusfUhrungsbeispiel einer Handhabungsvorrichtung mit drei rdumlich
voneinander getrennten und gegeneinander abgedichteten Arbeitsraumen, je-
weils geflllt mit porésem Material und

[0025] Fig. 6 ein sechstes Ausflihrungsbeispiel einer Handhabungsvorrichtung, bei der eine
Verhindung zwischen dem Inneren des Arbeitsraumes und der Waferoberflache
besteht.

[0026] In den Figuren sind gleiche Bauteile und Bauteile mit gleicher Funktion mit den gleichen
Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0027] In den Fig. 1a und 1b ist ein erstes Ausflihrungsbeispiel einer Handhabungsvorrichtung
gezeigt. Die transportable, insbesondere mittels eines Roboters bewegbare Handhabungsvor-
richtung besteht im Wesentlichen aus einem starren Aufnahmekérper 1 mit im Wesentlichen
kreisrunden Querschnitt. Durch den Aufnahmekérper 1 hindurch ist eine Leitung 2 zur Zu- und
Ableitung von Druckmittel in einen Arbeitsraum 8 gezeigt, der begrenzt ist von dem Aufnahme-
korper 1 und einer als Gelfolie ausgebildeten Haftmembran 3. Die Haftmembran 3 mit kreisrun-
dem Querschnitt ist randseitig mit einer kombinierten Dicht- und Kleberschicht 5 an dem Auf-
nahmekorper 1 fixiert. Gegebenenfalls kénnen weitere Fixiermittel, insbesondere Schrauben
oder Klemmvorrichtungen vorgesehen sein.

[0028] In Fig. 1a betragt das Volumen des Arbeitsraums quasi null, da tber die Leitung 2 Va-
kuum an dem Arbeitsraum 8 anliegt, wodurch wiederum die Haftmembran 3 plan auf einer
ebenen Auflageflache 7 des Aufnahmekdrpers 1 anliegt. Hierdurch ist eine kreisrunde Kontakt-
flache 9 zwischen einem dunnen Wafer 4 und der Haftmembran 3 maximal. Die Kontaktflache 9
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entspricht im Wesentlichen der gesamten Oberflache einer Waferflachseite. Bei dieser maxima-
len Kontaktflache 9 sind auch die Adhéasionskrafte zwischen Wafer 4 und Haftmembran 3 bzw.
zwischen Wafer 4 und der Handhabungsvorrichtung maximal.

[0029] Zum Ablegen des Wafers 4 wird Uber die Leitung 2 Druckmittel, inshesondere Druckluft,
in den Arbeitsraum 8 zugeflhrt, wodurch sich der Arbeitsraum 8 bzw. die Haftmembran 3 bal-
lonartig vergréfert, wodurch sich wiederum die Kontaktflache 9 einhergehend mit einer Verrin-
gerung der Adhasionskrafte verringert. Hierdurch kann der Wafer 4, insbesondere durch Abhe-
ben des Aufnahmekérpers 1 entfernt werden. Bei der Aufnahme wird ausgehend von dem in
Fig. 1b dargestellten Zustand der in Fig. 1a dargestellte Zustand eingestellt, die Kontaktflache 9
wird also kontinuierlich, ausgehend von dem Waferzentrum, maximiert, wobei wahrend der
Maximierung der Kontaktflache 9 der Aufnahmekdrper 1 dem Wafer 4 angenahert wird.

[0030] Im Gegensatz zu dem Ausfuhrungsheispiel gemal den Fig. 1a und 1b wird bei dem
Ausfiihrungsbeispiel gemal den Fig. 2a und 2b die Kontaktfliche 9 durch Anlegen eines Vaku-
ums verkleinert. In Fig. 2a ist die Kontaktflaiche 9 maximal, ebenso das Volumen des Arbeits-
raums 8. Dies wird dadurch erreicht, dass die Anlageflache 7 zur Anlage der Haftmembran 3
konvex ausgeformt ist. Hierdurch ist es moglich, den Wafer 4 zun&chst nur im mittleren Bereich
zu berihren und heispielsweise durch Anlegen von atmosphérischem Druck, ausgehend von
dem Zustand gemal Fig. 2b, den Zustand gemal} Fig. 2a einzustellen und damit eine schonen-
de Aufnahme des Wafers 4 zu ermdglichen. Andererseits kann durch Anlegen eines Vakuums
an die Leitung 2, ausgehend von dem Zustand gemal Fig. 2a, der Zustand gemaR Fig. 2b
eingestellt werden, wodurch eine schonende Ablage des Wafers 4 moglich ist.

[0031] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemal den Fig. 3a und 3b ist die Anlageflache 7 wellen-
formig oder geriffelt ausgebildet. Die wellenférmige Ausbildung kann zusatzlich auch um 90
Grad versetzt hierzu erfolgen, so dass sich eine matrixférmige Struktur der Anlageflache 7
ergibt. Durch Anlegen eines Vakuums an die Leitung 2 wird die Haftmembran 3 formschlussig
an die strukturierte Anlageflache 7 des Aufnahmekérpers 1 angesaugt. Hierdurch wird eine
Verringerung der Kontaktflache 9 der Haftmembran 3 zum Wafer 4 erreicht, wodurch eine leich-
te Ablosung des Wafers 4 moglich ist. Insbesondere vor dem Anlegen eines Vakuums an die
Leitung 2 kann mittels des Aufnahmekdrpers 1 und den Wellenbergen der strukturierten Anla-
geflache 7 auf den Wafer 4 vor dem Abldsen an eine Unterlage ein Anpressdruck ausgedibt
werden, oder der Wafer 4 kann uber die Wellenberge an einen anderen, nicht dargestellten
Wafer, beispielsweise zum Bonden, angedriickt werden. Die Haftmembran 3 dient in diesem
Fall unter anderem zur Vergleichmaligung des Anpressdruckes des Aufnahmekérpers 1. In
dem Zustand gemaR Fig. 3a, also bei maximaler Groe des Arbeitsraums 8 ist die Kontaktfla-
che 9 zwischen Wafer 4 und Haftmembran 3 maximal. Bei angelegtem Vakuum (vergleiche Fig.
3b) ist die Kontaktflache 9 minimal.

[0032] Bei dem Ausflihrungsbeispiel gemal Fig. 4 ist der gesamte Arbeitsraum 8 von einem
porosen Material 6 bzw. einem pordsen Einsatzkorper ausgefillt. Durch das porése, wider-
standsféhige Material 6 kann (ber die Haftmembran 3 ein Anpressdruck auf den Wafer 4, bei
Vorhandensein einer entsprechenden Gegenflache, ausgeubt werden.

[0033] Bei dem Ausfihrungsbeispiel gemalt Fig. 5 sind drei rdumlich voneinander getrennte
Arbeitsrdume 8 vorgesehen, wobei jeder Arbeitsraum 8 von einer eigenen Leitung 2 mit Druck-
mittel bzw. Vakuum versorgbar ist. Im gezeigten Ausfihrungsbeispiel ist jeder Arbeitsraum 8 mit
pordsem Material 6a, 6b, 6¢ gefiillt. Einzelne oder séamtliche Arbeitsrdume 8 missen jedoch
nicht zwangsweise poréses Material enthalten, sondern kénnen im Wesentlichen leer ausgebil-
det sein. Durch zeitlich und/oder mengenmaRig unterschiedliches Zufihren von Druckmittel
Uber die unterschiedlichen Leitungen 2 zu den jeweiligen Arbeitsrdumen 8 bzw. durch zeitlich
versetztes Anlegen von Vakuum ist es méglich, den bzw. die Beriihrungspunkte des Wafers 4
auf einer nicht gezeigten Gegenflache zu definieren. So kann beispielsweise durch Anlegen von
Druck an den in der Zeichnungsebene linken Arbeitsraum 8 bei gleichzeitigem Anlegen von
Atmosphérendruck an den in der Zeichnungsebene mittleren Arbeitsraum 8 und Anlegen eines
Vakuums an den in der Zeichnungsebene rechten Arbeitsraum 8 eine Erstberihrung des Wa-
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fers 4 an der nicht gezeigten Gegenflache gegeniber dem in der linken Zeichnungshalfte be-
findlichen Arbeitsraum 8 erfolgen. Fiir einige Anwendungsfalle ist es von Vorteil, wenn bei der
Aufnahme des Wafers 4 die Beriihrung zwischen der Haftmembran 3 und dem Wafer 4 nicht
zentral, sondern von einem anderen Punkt aus zu starten. So ist es beispielsweise mdglich, die
Aufnahme bzw. die Beriihrung zwischen der Haftmembran 3 und dem Wafer 4 ausgehend von
dem in der rechten Zeichnungshalfte befindlichen Arbeitsraum 8 aus zu starten. Durch eine
unterschiedliche Ausgestaltung der von den porésen Materialien 6a, 6b, 6¢ gebildeten Anlage-
flachen 7 kann eine kontrollierte Deformierung des diinnen Wafers 4 bei seiner Ablage und/oder
seiner Aufnahme erfolgen.

[0034] Bei dem Ausfiihrungsbeispiel gemal Fig. 6 ist die Zuleitung 2 bis an den Wafer 4 heran-
gefihrt. Hierdurch kann ein Ablésen des Wafers 4 von der Haftmembran 3 bei Beaufschlagung
mit Druckmittel beschleunigt werden, da das Druckmittel unmittelbar zwischen Haftmembran 3
und Wafer 4 gelangt.

BEZUGSZEICHENLISTE

Aufnahmekdrper
Leitung

Haftmembran

Wafer

Dicht- und Klebeschicht
Pordses Material
Anlageflache
Arbeitsraum
Kontaktflache

OCONOOAARLWN -

Patentanspriiche

1. Handhabungsvorrichtung fur Wafer (4), insbesondere fir Wafer (4) mit einer Dicke von
weniger als 100 ym, mit einer Haftmembran (3) zur I6sbaren Fixierung eines Wafers (4) an
der Handhabungsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass die Haftmembran (3) min-
destens einen durch Zufihren oder Abfiihren von Druckmittel volumenveranderlichen Ar-
beitsraum (8) begrenzend angeordnet ist, und dass die Grofle der Kontaktflache (9) zwi-
schen der Haftmembran (3) und dem Wafer (4) durch Verdnderung des Arbeitsraumvolu-
mens einstellbar ist.

2. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Haft-
membran (3) eine Gelfolie ist.

3. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haftmembran (3), insbesondere druckmitteldicht, an einem, inshesondere bewegbar ange-
ordneten, Aufnahmekorper (1) fixiert ist.

4. Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Haft-
membran (3) ausschliefilich im Randbereich, insbesondere umfanglich dichtend, an dem
Aufnahmekdrper (1) fixiert, insbesondere mit diesem verklebt oder geklemmt, ist.

5. Handhabungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haftmembran (3) eine gerundete, insbesondere kreisrunde, Umfangs-
kontur aufweist.

6. Handhabvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Anlageflache des Aufnahmekdrpers (1) fir die Haftmembran (3) eben oder
strukturiert, insbesondere wellen- oder matrixférmig, ausgebildet ist.

7. Handhabungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem Arbeitsraum (8) ein pordses Material (6) angeordnet ist, wobei eine
Anlageflache (7) fur die Haftmembran (3) von dem por&sen Material (6) gebildet ist.
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Handhabungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haftmembran (3) mehrere, vorzugsweise gegeneinander abgedichtete,
Arbeitsraume (8) begrenzend angeordnet ist, wobei mindestens zwei Arbeitsraume (8) un-
abhangig voneinander mit Druckmittel versorgbar sind.

Handhabungsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das porése
Material (6) in mindestens zwei der Arbeitsrdume (8) unterschiedlich ausgeformt ist.

Handhabungsverfahren fir Wafer (4), insbesondere fur Wafer (4) mit einer Dicke von we-
niger als 100 ym, vorzugsweise zum Betreiben einer Handhabungsvorrichtung nach einem
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wafer (4) an eine
Haftmembran (3) I6sbar fixiert wird, und dass eine Kontaktflache (9) zwischen der Haft-
membran (3) und Wafer (4) durch Andern des Volumens eines von der Haftmembran (3)
begrenzten Arbeitsraums (8) verandert wird.

Handhabungsverfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontakt-
flache (9) zum Lésen des Wafers (4) verkleinert und/oder zum Fixieren des Wafers (4) ver-
groRert wird.

Hierzu 6 Blatt Zeichnungen
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